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씬 클라이언트 작업
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안전 지침
전제조건

씬 클라이언트의 손상을 방지하고 안전하게 작업하기 위해 다음 안전 지침을 따르십시오. 특별히 언급하지 않는 한 이 문서에 포함된
각 절차에서는 다음과 같은 조건을 전제하고 있음을 유의하십시오.

• 씬 클라이언트와 함께 제공된 안전 정보를 읽었습니다.
• 분리 절차를 역순으로 수행하여 구성 요소를 교체하거나 설치(별도로 구입한 경우)할 수 있습니다.

이 작업 정보

경고: 씬 클라이언트 덮개 및 패널을 열기 전에 전원을 모두 분리합니다. 컴퓨터 내부에서 작업한 후 전원 콘센트에 연결하기 전
에 덮개, 패널 및 나사를 모두 장착합니다.

노트: 씬 클라이언트에서 작업하기 전에 씬 클라이언트와 함께 제공된 안전 정보를 읽어 보십시오. 추가 안전 모범 사례 정보는
Regulatory Compliance(규정 준수) 홈페이지(www.Dell.com/regulatory_compliance)를 참조하십시오.

주의: 대부분의 수리는 공인된 서비스 기술자만이 수행할 수 있습니다. 사용자는 제품 설명서에서 허가한 경우나 온라인 또는 전
화서비스/지원팀에서 지시한 경우에만 문제 해결 절차 및 단순 수리 작업을 수행할 수 있습니다. Dell사에서 공인하지 않은 서비
스로 인한 손상에 대해서는 보상하지 않습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

주의: 정전기 방전을 방지하려면 손목 접지대를 사용하거나 씬 클라이언트 뒷면에 있는 커넥터를 만지는 것과 동시에 도색되지
않은 금속 표면을 주기적으로 만져 접지합니다.

주의: 구성 부품과 카드는 주의해서 다루십시오. 구성 부품이나 카드의 단자를 만지지 마십시오. 카드를 잡을 때는 모서리나 금
속 설치 받침대를 잡습니다. 프로세서와 같은 구성 부품을 잡을 때는 핀을 만지지 말고 모서리를 잡으십시오.

주의: 케이블을 분리할 때는 케이블을 직접 잡아 당기지 말고 커넥터나 당김 탭을 잡고 분리하십시오. 일부 케이블에는 잠금 장
치가 있는 커넥터가 달려 있으므로 이와 같은 종류의 케이블을 분리하는 경우에는 잠금 탭을 누르고 분리합니다. 커넥터를 잡아
당길 때 커넥터 핀이 구부러지지 않도록 평평하게 합니다. 케이블을 연결하기 전에 두 커넥터가 올바르게 조정되었는지도 확인
합니다.

노트: 사용하는 씬 클라이언트 및 특정 구성 요소의 색상은 이 설명서와 다를 수도 있습니다.

Identifier GUID-10ED9AEE-37F2-4517-BDA5-D9ED0DD99059
Version 1
Status Translation approved

씬 클라이언트 작업을 시작하기 전에
씬 클라이언트 작업을 시작하기 전에 아래 단계를 수행해야 합니다.

이 작업 정보

노트: 추가 안전 모범 사례는 Regulatory Compliance(규정 준수) 홈 페이지(www.Dell.com/regulatory_compliance)를 참조
하십시오.
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단계

1. 열린 파일을 모두 저장한 후 닫고, 실행 중인 프로그램을 모두 종료하십시오.

2. 시작 > 전원 > 종료를 클릭하여 씬 클라이언트를 종료합니다.

노트: 종료 지침은 해당 운영 체제의 설명서를 참조하십시오.

3. 씬 클라이언트와 연결된 모든 장치를 전원 콘센트에서 분리합니다.

4. 모든 네트워크 케이블을 씬 클라이언트에서 분리합니다.

5. 키보드, 마우스, 모니터 등과 같은 연결된 모든 장치 및 주변 장치를 씬 클라이언트에서 분리합니다.

Identifier GUID-618AF8ED-565E-49CC-B756-3FE3C422698F
Version 1
Status Translation approved

안전 지침
안전 지침 장에서는 분해 지침을 수행하기 전에 취해야 할 기본 단계에 대해 자세히 설명합니다.

다음 안전 절차에 유의하여 분해/재조립과 관련된 설치/분해/조립 절차를 수행하십시오.

• 시스템 및 장착된 모든 주변 장치를 끕니다.
• AC 전원에서 시스템과 연결된 주변 장치를 모두 분리합니다.
• 시스템에서 모든 네트워크 케이블, 전화선 또는 통신선을 분리합니다.
• ESD(정전기 방전) 손상을 방지하려면 태블릿노트북데스크탑에서 작업할 때 ESD 현장 서비스 키트를 사용하십시오.
• 시스템 부품을 분리한 후 정전기 방지 매트에 분리한 부품을 조심스럽게 두십시오.
• 감전될 위험을 줄이기 위해 비전도성 고무 바닥이 있는 신발을 착용하십시오.

대기 전력
대기 전력이 있는 Dell 제품은 케이스를 열기 전에 케이블을 분리해야 합니다. 대기 전력이 구현된 시스템은 전원이 꺼져있어도 전원
이 공급됩니다. 내부 전원을 사용하면 시스템을 원격으로 켜고(LAN을 통해 재개) 절전 모드로 둘 수 있습니다. 다른 고급 전원 관리
기능도 있습니다.

플러그를 뽑고 전원 버튼을 15초 동안 누르고 있으면 시스템 보드의 잔여 전원이 방전됩니다. 태블릿노트북휴대용 장치에서 배터리
를 분리합니다.

본딩
본딩은 두 개 이상의 접지 도체를 같은 전위로 연결하는 방법입니다. 현장 서비스 ESD 키트를 사용하여 수행합니다. 결합 와이어를
연결할 때는 나금속에 와이어를 연결해야 하며, 페인트를 칠한 표면이나 비금속 표면에 와이어를 연결해서는 안 됩니다. 또한 손목 스
트랩을 피부에 잘 고정하고 본인과 장비를 결합하기 전에 항상 시계, 팔찌 또는 반지와 같은 모든 장신구를 빼야 합니다.

Identifier GUID-8467A17D-0644-4794-A69C-B3B629DCAD01
Version 1
Status Translation approved

정전기 방전 - ESD 보호
ESD는 전자 부품, 특히 확장 카드, 프로세서, 메모리 DIMM 및 시스템 보드와 같은 민감한 구성요소를 다룰 때 큰 문제가 됩니다. 아무
리 약한 전하라도 간헐적 문제 또는 제품 수명 감소와 같이 명확하게 드러나지 않는 방식으로 회로를 손상시킬 수 있습니다. 업계에서
전력 요구 사항의 완화와 집적도 향상을 요구함에 따라 ESD 보호에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

최근 Dell 제품에 사용된 반도체의 집적도 향상으로 인해 정전기로 인한 손상 정도가 이전 Dell 제품에 비해 높아짐에 따라 이러한 이
유로, 승인된 이전 부품 처리 방법 중 일부를 더 이상 사용할 수 없게 되었습니다.

ESD 손상에는 치명적 장애와 간헐적 장애 두 가지 유형이 있습니다.

• 치명적 장애 - 치명적 장애는 ESD 관련 장애에서 약 20%의 비율로 발생합니다. 장치 기능이 즉각적으로 완전히 손실되는 오류입
니다. 예를 들어, 메모리 DIMM에 정전기 충격이 가해지면 경고음 코드와 함께 "POST 없음/비디오 없음" 증상이 생성되어 메모리
가 없거나 작동되지 않음을 나타냅니다.

• 간헐적 - 간헐적 장애는 ESD 관련 장애에서 약 80%의 비율로 발생합니다. 간헐적 장애가 이렇게 높은 비율로 발생하는 것은 이 유
형의 손상이 발생해도 대부분 즉시 눈치채지 못하기 때문입니다. DIMM이 정전기 충격을 받았지만, 흔적을 거의 찾아볼 수 없으
며, 손상과 관련된 외적인 증상이 즉각적으로 생성되지 않습니다. 몇 주 또는 몇 달이 지나면 흔적이 서서히 사라질 수 있으며 그
러는 동안 메모리 무결성, 간헐적인 메모리 오류 등의 성능 저하가 발생할 수 있습니다.
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눈치채서 문제를 해결하기가 더 어려운 유형의 손상은 간헐적(잠재 또는 "워킹 운디드(walking wounded)"라고도 함) 장애입니다.

ESD 손상을 방지하려면 다음 작업을 수행하십시오.

• 올바르게 접지된 유선 정전기 방지 손목 스트랩을 사용합니다. 무선 정전기 방지 손목 스트랩은 정전기 방지 기능이 충분하지 않
기 때문에 더 이상 사용할 수 없습니다. 부품을 처리하기 전에 섀시를 터치하는 지침은 ESD 손상 방지 기준이 강화되어 부품에서
ESD 방지 방법으로는 부족합니다.

• 정전기 방지 지역에서 정전기에 민감한 부품을 다룹니다. 가능하면 정전기 방지 바닥 패드와 작업 패드를 사용하십시오.
• 정전기에 민감한 구성 요소의 포장을 푸는 경우, 부품 설치 준비를 한 후 정전기 방지 포장재에서 제품을 꺼내십시오. 또한 정전기

방지 포장을 벗기기 전에 몸에서 정전기를 방전시킵니다.
• 정전기에 민감한 구성 요소를 운반하기 전에 정전기 방지 용기나 포장재에 넣습니다.

Identifier GUID-71671B2F-D235-40A6-B79B-F38F89237FDF
Version 1
Status Translation approved

ESD 현장 서비스 키트
모니터링되지 않는 현장 서비스 키트가 가장 일반적으로 사용되는 서비스 키트입니다. 각 현장 서비스 키트에는 정전기 방지 처리된
매트, 정전기 방지 손목 스트랩 및 결합 와이어라는 3가지 주요 구성요소가 포함되어 있습니다.

ESD 현장 서비스 키트의 구성 요소
ESD 현장 서비스 키트의 구성 요소는 다음과 같습니다.

• 정전기 방지 매트 - 정전기 방지 매트는 소산성이 있으며 서비스 절차 중에 부품을 내려 놓을 수 있습니다. 정전기 방지 처리된 매
트를 사용할 때는 정전기 방지 손목 스트랩이 꼭 맞아야 하며, 결합 와이어가 매트와 작업 중인 시스템의 나금속에 연결되어 있어
야 합니다. 서비스 부품을 올바르게 배포한 후에는 ESD 백에서 제거하여 매트에 직접 놓을 수 있습니다. ESD에 민감한 품목은 손
으로 잡거나, ESD 매트에 놓거나, 시스템에 설치하거나, 백에 넣어야만 안전합니다.

• 정전기 방지 손목 스트랩과 결합 와이어 - 손목 스트랩과 결합 와이어를 손목과 하드웨어의 나금속 간에 직접 연결하거나(ESD 매
트가 필요하지 않은 경우) 정전기 방지 처리된 매트에 연결하여 매트에 임시로 놓인 하드웨어를 보호할 수 있습니다. 정전기 방지
손목 스트랩과 결합 와이어를 작업자의 피부, ESD 매트 및 하드웨어 간에 물리적으로 연결하는 것을 결합이라고 합니다. 현장 서
비스 키트는 반드시 정전기 방지 손목 스트랩, 매트 및 결합 와이어와 함께 사용하십시오. 무선 정전기 방지 손목 스트랩은 사용하
지 마십시오. 정전기 방지 손목 스트랩은 사용함에 따라 내부 와이어가 마모되거나 파손되기 쉬우므로 돌발적인 ESD 하드웨어 손
상을 방지하기 위해서는 정전기 방지 손목 스트랩 테스터를 사용하여 정기적으로 점검해야 합니다. 정전기 방지 손목 스트랩과
결합 와이어는 최소 1주일에 한 번 테스트하는 것이 좋습니다.

• ESD 손목 스트랩 테스터 - ESD 스트랩 안에 있는 와이어는 시간이 지남에 따라 파손되기 쉽습니다. 모니터링되지 않는 키트를 사
용할 때는 각 서비스 방문 전에 스트랩을 정기적으로 테스트하는 것이 가장 좋으며, 최소 1주일에 한 번 테스트해야 합니다. 손목
스트랩 테스터가 이 테스트에 가장 적합합니다. 손목 스트랩 테스터가 없는 경우 지사에 보유 여부를 확인하십시오. 테스트를 수
행하려면 손목 스트랩의 결합 와이어를 손목에 감고 테스터에 꽂은 후 단추를 눌러서 테스트를 시작합니다. 테스트에 성공하면
녹색 LED가 점등되고, 테스트에 실패하면 빨간색 LED가 점등되고 경보가 울립니다.

• 절연체 요소 - 플라스틱 방열판 케이지 등과 같은 ESD에 민감한 장치는 정전기가 매우 잘 발생하는 절연체인 내부 부품과 멀리 분
리해 놓아야 합니다.

• 작업 환경 – ESD 현장 서비스 키트를 배포하기 전에 고객 현장의 상황을 평가하십시오. 예를 들어, 서버 환경에 키트를 배포하는
것은 데스크탑 또는 휴대용 환경에 키트를 배포하는 것과 다릅니다. 서버는 일반적으로 데이터 센터 내에 있는 랙에 설치되지만
데스크탑 또는 휴대용 환경은 일반적으로 사무실 책상에 배치됩니다. 항상 깔끔하게 정리되어 있고 넓으며 막혀 있지 않은 평평
한 작업 공간을 찾으십시오. 이 공간은 ESD 키트를 충분히 배포할 수 있도록 넓어야 하며 수리하는 시스템을 놓을 공간도 더 있어
야 합니다. 작업 공간에는 ESD 사고를 유발할 수 있는 절연체도 없어야 합니다. 작업 공간에서는 스티로폼 및 기타 플라스틱과 같
은 절연체를 항상 민감한 부품에서 30센티미터 또는 12인치 이상 떨어진 곳으로 옮긴 후에 하드웨어 구성요소를 물리적으로 다루
어야 합니다.

• ESD 포장 – ESD에 민감한 모든 장치를 정전기 방지 포장재로 포장한 후에 배송하고 받아야 합니다. 금속으로 된 정전기 차폐 백
을 사용하는 것이 좋습니다. 그러나 부품이 파손된 경우 항상 새 부품을 받은 것과 동일한 ESD 백 및 포장을 사용하여 해당 부품을
반품해야 합니다. ESD 백을 접은 후 테이프로 밀봉하고 들어 있던 것과 같은 포장 발포제와 함께 새 부품을 받은 원래 상자 안에
넣어야 합니다. ESD에 민감한 장치의 포장은 ESD 방지 작업대에서만 풀어야 하며, 부품을 절대 ESD 백 위에 놓아서는 안 됩니다.
백 안쪽에만 정전기 차폐 처리가 되어 있기 때문입니다. 부품은 항상 손으로 잡거나, ESD 매트에 놓거나, 시스템에 설치하거나, 정
전기 방지 백에 넣으십시오.

• 민감한 구성요소 운반 – 교체용 부품이나 Dell에 반품할 부품과 같이 ESD에 민감한 장치를 운반할 때는 정전기 방지 백에 넣어 운
반하는 것이 안전합니다.
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ESD 방지 요약
Dell 제품을 정비하는 모든 현장 서비스 기술자가 항상 기존의 유선 ESD 정전기 방지 손목 접지대와 정전기 방지 처리된 보호용 매트
를 사용하는 것이 좋습니다. 또한 기술자는 정비 중 민감한 부품을 모든 절연체 부품과 분리하고 민감한 구성요소를 운반할 때 정전기
방지 백을 사용해야 합니다.

Identifier GUID-81BAD3E4-8F4C-4AA5-8218-A0C9F215A693
Version 1
Status Translation approved

민감한 구성 요소 운반
교체용 부품이나 Dell에 반품할 부품과 같이 ESD에 민감한 장치를 운반할 때는 정전기 방지 백에 넣어 운반하는 것이 안전합니다.

장비 들어 올리기
무거운 장비를 들어 올릴 때는 다음 지침을 따르십시오.

주의: 23kg(50lb) 이상은 들어 올리지 마십시오. 항상 다른 사람의 도움을 받거나 기계운반 장비를 사용하십시오.

1. 안정적인 자세를 취합니다. 발을 벌려 균형을 유지하고 발가락을 쫙 폅니다.
2. 배에 힘을 줍니다. 운반 시 복근이 척추를 받쳐주어 하중을 상쇄시킵니다.
3. 등이 아닌 다리로 운반합니다.
4. 짐을 가까이 둡니다. 척추에 가까울수록 등에 부담이 덜 가게 됩니다.
5. 짐을 들거나 내려놓을 때 등을 곧장 폅니다. 짐에 무게가 실리지 않게 하십시오. 몸이나 허리를 비틀지 마십시오.
6. 같은 절차를 역으로 수행하여 짐을 내려놓습니다.

Identifier GUID-D26F02D2-BF63-4793-B6F0-E1EC517FAA4B
Version 1
Status Translation approved

씬 클라이언트 작업을 마친 후에
이 작업 정보

주의: 씬 클라이언트 내부에 남은 나사를 두거나 나사를 느슨하게 두지 않아야 합니다. 이로 인해 씬 클라이언트가 손상될 수 있
습니다.

단계

1. 나사를 모두 다시 끼우고 씬 클라이언트 내부에 남아 있는 나사가 없는지 확인합니다.

2. 씬 클라이언트 작업을 시작하기 전에 분리한 모든 외부 장치, 주변 장치 및 케이블을 연결합니다.

3. 씬 클라이언트와 연결된 모든 장치를 전원 콘센트에 연결합니다.

4. 씬 클라이언트를 켭니다.
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Identifier GUID-69C66607-CF04-4E8A-904B-DB1C2E852DBF
Version 1
Status Translation in review

씬 클라이언트의 주요 구성 요소

1. 스탠드 덮개 2. 스탠드
3. 후면 덮개 4. 베이스 패널
5. VESA 장착 브래킷 6. 시스템 보드
7. 스피커 8. 디스플레이 패널
9. LCD 10. 중앙부 프레임
11. 온스크린 디스플레이 보드 12. 방열판

2
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13. 무선 카드 14. 메모리

노트: Dell는 구입한 원래 시스템 구성에 대한 구성 요소 및 부품 번호 목록을 제공합니다. 이러한 부품은 고객이 구입한 보증 범
위에 따라 사용할 수 있습니다. 구입 옵션은 Dell 영업 담당자에게 문의하십시오.
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Identifier GUID-9905280E-67FB-43E8-8374-046E3FBD3E9E
Version 1
Status Translation approved

구성요소 분리 및 설치
Identifier GUID-53DCD661-8CAC-4093-8D23-EBA36AB5CF78
Version 1
Status Translation approved

권장 도구
본 설명서의 절차를 수행하는 데 다음 도구가 필요합니다.

• Phillips 드라이버: 사이즈 번호 0, 1 및 2
• 플라스틱 스크라이브

Identifier GUID-5EC58097-68AC-4271-9470-A87B0011105D
Version 1
Status Translation approved

나사 목록
표 1. Wyse 5470 All-in-One

구성 요소 나사 유형 수량 나사 이미지

케이블 덮개 M3x9 1

시스템 보드 실드 M3x5 5

솔리드 상태 드라이브/인텔
Optane 카드

M2x2.5 1

WLAN 카드 실드 M2x2.5 2

WLAN 카드 M2x2.5 1

시스템 팬 M3x5 3

팝업 카메라 어셈블리 M3x5 2

팝업 카메라 베젤 M3x5 5

베이스 덮개 M3x5 4

3
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구성 요소 나사 유형 수량 나사 이미지

PSU 케이블 M3x5 1

전원 공급 장치 - PSU M3x5 1

전원 공급 장치 팬 - PSU 팬 M3x5 2

입력 및 출력 브래킷 M3x5 3

시스템 보드 M3x5 9

스피커 M3 4+7.1 XZN 4

전원 버튼 보드 M3x5 1

마이크 M2x2.5 2

입력 및 출력 보드 실드 M3x5 2

입력 및 출력 보드 M2.5x3.5 2

헤드셋 포트 M3x5 1

안테나 M2x2.5 2

디스플레이 패널 M3x5 8

중앙부 프레임 M3x5 11
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Identifier GUID-B231A36F-DE09-41AC-869E-B65E95CE372C
Version 1
Status Translation approved

스탠드
Identifier GUID-9B5DCBE8-CA70-4E23-9BB4-78E5EF41FBFA
Version 1
Status Translation approved

이젤 스탠드 분리

전제조건

씬 클라이언트 작업을 시작하기 전에의 절차를 따르십시오.

이 작업 정보

다음 이미지는 스탠드의 위치를 나타내며 분리 절차를 시각적으로 보여줍니다.
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단계

1. 플라스틱 스크라이브를 사용하여 후면 덮개에서 스탠드 덮개를 들어 올립니다.

2. 스탠드 덮개를 밀어서 후면 덮개에서 분리합니다.

3. 이젤 스탠드를 스탠드 브래킷에 고정하는 나사 2개(M4x8)를 분리하고 스탠드를 후면 덮개에서 들어 올립니다.

Identifier GUID-DC74C665-0780-463C-954F-6CF8590E9161
Version 1
Status Translation approved

이젤 스탠드 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소를 제거하십시오.

이 작업 정보

다음 이미지는 이젤 스탠드의 위치를 나타내며 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.
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단계

1. 스탠드 브래킷의 나사 구멍을 이젤 스탠드의 나사 구멍에 맞춥니다.

2. 2개의 나사(M4x8)를 조여 이젤 스탠드를 섀시에 고정합니다.

3. 스탠드 브래킷에 스탠드 덮개를 밀어 넣습니다.

Identifier GUID-7FC79306-F78A-4294-91B6-9EA3C339AD67
Version 1
Status Translation approved

후면 덮개
Identifier GUID-D7800113-2BA6-4030-937A-0926A4894730
Version 1
Status Translation approved

후면 덮개 제거

전제조건

1. 씬 클라이언트 작업을 시작하기 전에의 절차를 따르십시오.
2. 스탠드를 분리합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 후면 덮개의 위치를 나타내며 분리 절차를 시각적으로 보여줍니다.
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단계

1. 스크라이브를 사용하여 섀시에서 후면 덮개를 들어 올립니다.

2. 스크라이브를 사용하여 씬 클라이언트 주변의 모든 노치가 잠금 해제되었는지 확인합니다.

3. 후면 덮개를 씬 클라이언트 섀시에서 들어 올립니다.

Identifier GUID-12377F6A-4688-4BB7-AE99-B979763366F5
Version 2
Status Translation approved

후면 덮개 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소를 제거하십시오.

이 작업 정보

다음 이미지는 후면 덮개의 위치를 나타내며 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.
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단계

1. 후면 덮개를 시스템 섀시에 놓습니다.

2. 후면 덮개의 노치를 섀시의 슬롯에 맞춥니다.

3. 뒷면 덮개를 시스템 섀시 쪽으로 누르고 모든 잠금 장치가 제자리에 고정되어 있는지 확인합니다.

다음 단계

1. 스탠드를 장착합니다.
2. 씬 클라이언트 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-BE7C60A9-701B-4329-94C8-8D96EF58DF4D
Version 1
Status Translation approved

VESA 장착 브래킷
Identifier GUID-5D33926A-7580-4D6C-BF98-5DD446D9E012
Version 1
Status Translation approved

VESA 장착 브래킷 분리

전제조건

1. 씬 클라이언트 작업을 시작하기 전에의 절차를 따르십시오.
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2. 스탠드를 분리합니다.
3. 후면 덮개를 분리합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 VESA 장착 브래킷의 위치를 나타내며 분리 절차를 시각적으로 보여줍니다.

단계

1. VESA 장착 브래킷을 중앙 덮개에 고정하는 4개의 나사(M3x5)를 분리합니다.

2. VESA 장착 브래킷을 들어 올려 중앙 덮개에서 분리합니다.

3. VESA 장착 브래킷 아래의 스피커 케이블 배선을 기록하고 라우팅 가이드에서 분리합니다.

Identifier GUID-D8CF6448-F8D8-4AFF-82E5-C42CA989A789
Version 1
Status Translation approved

VESA 장착 브래킷 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소를 제거하십시오.

이 작업 정보

다음 이미지는 VESA 장착 브래킷의 위치를 나타내며 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.
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단계

1. VESA 장착 브래킷의 나사 구멍을 중앙 프레임의 나사 구멍에 맞춥니다.

2. VESA 장착 브래킷을 중앙부 프레임에 고정하는 4개의 나사(M3x5)를 교체합니다.

3. VESA 장착 브래킷 아래의 배선 가이드를 통해 스피커 케이블을 배선합니다.

다음 단계

1. 후면 덮개를 장착합니다.
2. 스탠드를 설치합니다.
3. 씬 클라이언트 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-CD9495D5-203D-4185-A255-AA24FCB97D01
Version 1
Status Translation approved

온스크린 디스플레이 보드
Identifier GUID-1577A58B-A3CC-4E1A-9A63-27FE54D86C99
Version 1
Status Translation approved

OSD 보드 분리

전제조건

1. 씬 클라이언트 작업을 시작하기 전에의 절차를 따르십시오.
2. 스탠드를 분리합니다.
3. 후면 덮개를 분리합니다.
4. VESA 장착 브래킷을 분리합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 OSD 보드의 위치를 나타내며 분리 절차를 시각적으로 보여줍니다.
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단계

1. 래치를 열고 시스템 보드에서 케이블을 분리합니다.

2. 중앙부 프레임에서 OSD 케이블을 떼어냅니다.

3. 고정 클립을 제어 버튼 보드에서 분리하고 OSD 보드를 들어 올려 슬롯에서 빼냅니다.

Identifier GUID-65D61B44-F3B0-4154-9E31-174A94B4FCB9
Version 1
Status Translation approved

OSD 보드 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소를 제거하십시오.

이 작업 정보

다음 이미지는 OSD 보드의 위치를 나타내며 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.
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단계

1. 고정 클립을 분리하고 OSD 보드가 디스플레이 베젤에 고정될 때까지 OSD 보드를 끼웁니다.

2. 테이프를 부착하여 OSD 보드 케이블을 중앙부 프레임에 고정시킵니다.

3. 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다.

4. 래치를 닫아 케이블을 고정시킵니다.

다음 단계

1. VESA 장착 브래킷을 장착합니다.
2. 후면 덮개를 장착합니다.
3. 스탠드를 설치합니다.
4. 씬 클라이언트 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-2EE6811C-B859-4659-B7C0-FEF1B8A677F0
Version 1
Status Translation approved

솔리드 상태 드라이브
Identifier GUID-8D978F2F-0FE7-402F-B7CD-FA563D6035DE
Version 1
Status Translation approved

솔리드 상태 드라이브 분리

전제조건

1. 씬 클라이언트 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.
2. 스탠드를 분리합니다.
3. 후면 덮개를 분리합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 SSD(Solid State Drive)의 위치를 나타내며 분리 절차를 시각적으로 보여줍니다.

22 구성요소 분리 및 설치



단계

1. SSD 카드를 시스템 보드에 고정하는 나사(M2x3.5)를 분리합니다.

2. 시스템 보드의 SSD 슬롯에서 SSD를 밀어 분리합니다.

Identifier GUID-D9A2CCF5-583B-489C-BEF8-CE1986D8B597
Version 1
Status Translation approved

SSD 장착

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소를 제거하십시오.

이 작업 정보

다음 이미지는 SSD(Solid State Drive)의 위치를 나타내며 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.
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단계

1. SSD의 노치를 SSD 슬롯의 탭에 맞추고 SSD를 시스템 보드에 있는 해당 SSD 슬롯으로 밀어 넣습니다.

2. SSD를 시스템 보드에 고정하는 나사(M2x3.5)를 장착합니다.

다음 단계

1. 후면 덮개를 장착합니다.
2. 스탠드를 장착합니다.
3. 씬 클라이언트 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-29D7D1AB-DFD9-44E4-A03B-F477F599C761
Version 1
Status Translation approved

메모리 모듈
Identifier GUID-B1549E9A-1368-4AE9-9FAD-98A92260E4A1
Version 1
Status Translation approved

메모리 모듈 분리

전제조건

1. 씬 클라이언트 작업을 시작하기 전에의 절차를 따르십시오.
2. 스탠드를 분리합니다.
3. 후면 덮개를 분리합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 메모리 모듈의 위치를 나타내며 분리 절차를 시각적으로 보여줍니다.
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단계

1. 메모리 모듈이 튀어 나올 때까지 메모리 모듈 슬롯의 양쪽 끝에 있는 고정 클립을 손가락 끝으로 조심스럽게 벌립니다.

2. 메모리 모듈을 밀어 메모리 모듈 슬롯에서 분리합니다.

Identifier GUID-B16E0C0A-752E-43BE-81DD-EE702BF0E653
Version 1
Status Translation approved

메모리 모듈 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소를 제거하십시오.

이 작업 정보

다음 이미지는 메모리 모듈의 위치를 나타내며 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.
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단계

1. 메모리 모듈의 노치를 메모리 모듈 슬롯의 탭에 맞춥니다.

2. 메모리 모듈을 일정 각도로 밀어 넣고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 메모리 모듈을 아래로 누릅니다.

다음 단계

1. 후면 덮개를 장착합니다.
2. 스탠드를 설치합니다.
3. 씬 클라이언트 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-83998E45-22E0-44BE-A418-D35205468F97
Version 1
Status Translation approved

무선 카드
Identifier GUID-D8012D1D-B59D-41F9-8E93-30032458544A
Version 2
Status Translation approved

무선 카드 분리

전제조건

1. 씬 클라이언트 작업을 시작하기 전에의 절차를 따르십시오.
2. 스탠드를 분리합니다.
3. 후면 덮개를 분리합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 무선 카드의 위치를 나타내며 분리 절차를 시각적으로 보여줍니다.
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단계

1. 무선 카드 브래킷과 무선 카드를 시스템 보드에 고정하는 나사(M2x3.5)를 분리합니다.

2. 무선 카드 브래킷을 무선 카드에서 들어 올립니다.

3. 무선 카드에서 안테나 케이블을 분리합니다.

4. 무선 카드를 무선 카드 슬롯 바깥쪽으로 밀어 냅니다.

Identifier GUID-612E3545-D4C1-4EB2-8C5A-5FD909730440
Version 2
Status Translation approved

무선 카드 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소를 제거하십시오.

이 작업 정보

다음 이미지는 무선 카드의 위치를 나타내며 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.
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단계

1. 무선 카드의 노치를 무선 카드 슬롯의 탭에 맞춘 후 카드를 슬롯으로 밀어 넣습니다.

2. 무선 카드에 안테나 케이블을 연결합니다.

3. 무선 카드 브래킷을 무선 카드 위로 밉니다.

4. 무선 카드 브래킷의 나사 구멍을 무선 카드의 나사 구멍에 맞춥니다.

5. 무선 카드 브래킷과 무선 카드를 시스템 보드에 고정하는 나사(M2x3.5)를 교체합니다.

다음 단계

1. 후면 덮개를 장착합니다.
2. 스탠드를 장착합니다.
3. 씬 클라이언트 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-79366CAD-7633-4E2F-9D60-7C112E37E356
Version 1
Status Translation approved

방열판
Identifier GUID-99C2B079-3E88-4C9E-9FA5-26DFB32733EC
Version 1
Status Translation approved

방열판 분리

전제조건

1. 씬 클라이언트 작업을 시작하기 전에의 절차를 따르십시오.
2. 스탠드를 분리합니다.
3. 후면 덮개를 분리합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 무선 카드의 위치를 나타내며 분리 절차를 시각적으로 보여줍니다.

노트: 주문한 구성에 따라 방열판 조립품의 외관과 나사의 개수는 다를 수 있습니다.
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단계

1. 방열판에 표시된 번호 순서대로 방열판을 시스템 보드에 고정하는 4개의 캡티브 나사(M3x7)를 분리합니다.

2. 방열판을 들어 올려 시스템 보드에서 분리합니다.

Identifier GUID-1D06A649-E8B8-46A6-875E-FD844FDC3089
Version 1
Status Translation approved

방열판 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소를 제거하십시오.

이 작업 정보

다음 이미지는 방열판의 위치를 나타내며 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.
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단계

1. 방열판의 조임 나사를 시스템 보드의 나사 구멍에 맞춥니다.

2. 방열판에 표시된 번호 순서대로 방열판을 시스템 보드에 고정하는 4개의 캡티브 나사(M3x7)를 조입니다.

다음 단계

1. 후면 덮개를 장착합니다.
2. 스탠드를 장착합니다.
3. 씬 클라이언트 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-00980BAD-F1E0-4DCB-BB78-A2EF1F6428D4
Version 1
Status Translation approved

코인 셀 배터리
Identifier GUID-80590E19-64E2-410E-8D53-6C853EC2357F
Version 2
Status Translation approved

코인 셀 전지 분리

전제조건

1. 씬 클라이언트 작업을 시작하기 전에의 절차를 따르십시오.
2. 스탠드를 분리합니다.
3. 후면 덮개를 분리합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 코인 셀 배터리의 위치를 나타내며 분리 절차를 시각적으로 보여줍니다.
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단계

1. 스크라이브를 사용하여 코인 셀 배터리를 엽니다.

2. 홀더에서 코인 셀 배터리를 분리합니다.

Identifier GUID-D14A9191-AD5C-42F2-9951-CE0D985F432C
Version 2
Status Translation approved

코인 셀 배터리 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소를 제거하십시오.

이 작업 정보

다음 이미지는 코인 셀 배터리의 위치를 나타내며 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.
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단계

코인 셀 배터리를 홀더에 배치하고 제자리에 끼워질 때까지 누릅니다.

다음 단계

1. 후면 덮개를 장착합니다.
2. 스탠드를 설치합니다.
3. 씬 클라이언트 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-D31C6BB0-B5A9-4F2E-A9DA-40785D9071D2
Version 1
Status Translation approved

카메라
Identifier GUID-2650CB29-4A73-4FC0-90DE-ABE9CF9371C8
Version 2
Status Translation approved

카메라 분리

전제조건

1. 씬 클라이언트 작업을 시작하기 전에의 절차를 따르십시오.
2. 스탠드를 분리합니다.
3. 후면 덮개를 분리합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 카메라의 위치를 나타내며 분리 절차를 시각적으로 보여줍니다.
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단계

1. 안테나, 마이크 및 카메라 케이블 배선을 기록해 두고 디스플레이 베젤 및 중앙 덮개의 해당 라우팅 가이드에서 케이블을 분리합
니다.

2. 손가락 끝으로 고정 클립을 누르고 카메라 조립품을 들어 올립니다.

3. 카메라에서 카메라 케이블을 분리합니다.

4. 카메라 조립품을 디스플레이 베젤의 탭에서 분리합니다.

Identifier GUID-31700C5B-4D1B-4151-8027-513FBA269802
Version 2
Status Translation approved

카메라 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소를 제거하십시오.

이 작업 정보

다음 이미지는 카메라의 위치를 나타내며 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.
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단계

1. 카메라 케이블을 시스템 보드의 커넥터 포트에 연결합니다.

2. 카메라 조립품을 디스플레이 베젤의 탭에 연결합니다.

3. 고정 클립이 제자리에 끼워질 때까지 카메라 조립품을 슬롯에 끼웁니다.

4. 카메라 케이블을 중앙부 프레임 및 디스플레이 베젤의 배선 가이드를 통해 배선합니다.

다음 단계

1. 후면 덮개를 장착합니다.
2. 스탠드를 장착합니다.
3. 씬 클라이언트 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-8F575566-D95A-430A-B4BE-4D09D362ADED
Version 1
Status Translation approved

시스템 보드
Identifier GUID-17E0D263-2E96-4D6F-8B71-E8FADAB5B8F1
Version 2
Status Translation approved

시스템 보드 제거

전제조건

1. 씬 클라이언트 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.
2. 스탠드를 분리합니다.
3. 후면 덮개를 분리합니다.
4. VESA 마운트를 분리합니다.
5. 메모리 모듈을 분리합니다.
6. SSD(Solid State Drive)를 분리합니다.
7. WLAN 카드를 분리합니다.
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8. 방열판을 분리합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 시스템 보드의 위치를 나타내며 분리 절차를 시각적으로 보여줍니다.

단계

1. 시스템 보드에서 카메라 케이블, 스피커 케이블, OSD 보드 케이블 및 컨버터 케이블을 분리합니다.

2. 시스템 보드에서 방열판을 분리합니다.

3. OSD 보드 케이블을 시스템 보드에 고정시키는 중앙부 프레임을 떼어냅니다.

4. 당김 탭을 사용하여 시스템 보드에서 디스플레이 케이블을 분리합니다.

5. 시스템 보드의 메모리 모듈 슬롯에서 메모리 모듈을 들어 분리합니다.

6. 시스템 보드의 WLAN 카드 슬롯에서 WLAN 카드를 분리합니다.

7. 시스템 보드를 중앙부 프레임에 고정하는 나사 4개(M3x5)를 분리합니다.

8. 시스템 보드를 부드럽게 들어 올려 왼쪽으로 이동한 후 시스템 보드를 중앙부 프레임 섀시의 USB/글로벌 헤드셋 잭 포트 프레임
에서 분리합니다.
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Identifier GUID-AD2EEEA4-8DFF-4642-9124-BBD31A6A7735
Version 2
Status Translation approved

시스템 보드 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소를 제거하십시오.

이 작업 정보

다음 이미지는 시스템 보드의 위치를 나타내며 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.

단계

1. 시스템 보드를 중앙부 프레임의 슬롯에 밀어 넣습니다.

2. 시스템 보드의 나사 구멍을 섀시의 나사 구멍에 맞춥니다.

3. 시스템 보드에 있는 나사 4개(M3x5)를 교체합니다.

4. 방열판 조립품을 시스템 보드에 장착합니다.

5. 컨버터 보드 케이블을 시스템 보드에 단단하게 연결합니다.

6. 화면 디스플레이 케이블을 시스템 보드에 연결하고 래치를 닫아 고정시킵니다.

7. 카메라 케이블을 시스템 보드에 단단하게 연결합니다.

8. 디스플레이 케이블(LVDS)을 연결하고 시스템 보드에 단단하게 고정합니다.

9. 시스템 보드에 스피커 케이블을 연결합니다.
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다음 단계

1. 방열판을 장착합니다.
2. WLAN 카드를 장착합니다.
3. SSD를 장착합니다.
4. 메모리 모듈을 장착합니다.
5. VESA 마운트를 장착합니다.
6. 후면 덮개를 장착합니다.
7. 스탠드를 장착합니다.

Identifier GUID-2D2F0F45-5C92-4888-82AA-CC5AAFC7B1F6
Version 1
Status Translation approved

스피커
Identifier GUID-D89AA04D-1C40-4A2F-BB25-58BCB9D077EC
Version 2
Status Translation approved

스피커 분리

전제조건

1. 씬 클라이언트 작업을 시작하기 전에의 절차를 따르십시오.
2. 스탠드를 분리합니다.
3. 후면 덮개를 분리합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 스피커의 위치를 나타내며 분리 절차를 시각적으로 보여줍니다.

단계

1. 시스템 보드에서 스피커 케이블을 분리합니다.

2. VESA 장착 브래킷의 배선 가이드를 통해 스피커 케이블을 분리합니다.

3. 디스플레이 베젤의 스피커 케이블 배선을 기록하고 케이블을 중앙부 프레임에 고정하는 나사(M3x5)를 분리합니다.

4. VESA 장착 브래킷에서 테이프를 떼어냅니다.

5. 스피커와 케이블을 함께 들어 올려 디스플레이 조립품에서 분리합니다.
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Identifier GUID-FCD807C1-8E2D-4300-91F6-C76CA994B995
Version 2
Status Translation approved

스피커 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소를 제거하십시오.

이 작업 정보

다음 이미지는 스피커의 위치를 나타내며 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.

단계

1. 정렬 포스트를 사용하여 스피커를 디스플레이 조립품에 놓습니다.

2. 디스플레이 베젤의 배선 가이드를 통해 스피커 케이블을 배선합니다.

3. 스피커 케이블의 테이프를 VESA 장착 브래킷과 배선 가이드에 붙입니다.

4. 시스템 보드에 스피커 케이블을 연결합니다.

다음 단계

1. 후면 덮개를 장착합니다.
2. 스탠드를 장착합니다.
3. 씬 클라이언트 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.
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Identifier GUID-82F6FB3B-F238-4E6E-9D87-8614996D044C
Version 1
Status Translation approved

중앙부 프레임
Identifier GUID-FEF1EB58-C831-40F1-8911-4D3427DBB477
Version 2
Status Translation approved

중앙부 프레임 분리

전제조건

1. 씬 클라이언트 작업을 시작하기 전에의 절차를 따르십시오.
2. 스탠드를 분리합니다.
3. 후면 덮개를 분리합니다.
4. Vesa 마운트를 분리합니다.
5. SSD(Solid State Drive)를 분리합니다.
6. 무선 카드를 분리합니다.
7. 방열판을 분리합니다.
8. 시스템 보드를 분리합니다.
9. OSD 보드를 분리합니다.
10. 스피커를 분리합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 중앙부 프레임의 위치를 나타내며 분리 절차를 시각적으로 보여줍니다.
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단계

1. 안테나, 카메라 및 마이크 케이블의 배선 경로를 적어 두고 중앙부 프레임의 배선 가이드에서 케이블을 분리합니다.

2. 디스플레이 패널에서 컨버터 보드 케이블을 분리하고 중앙부 프레임에서 분리합니다.

3. 중앙부 프레임을 디스플레이 베젤에 고정하는 나사 8개(M3x3)를 분리합니다.

4. 중앙부 프레임을 섀시에 고정하는 나사 18개(M3x5)를 분리합니다.

5. 중앙 덮개를 디스플레이 조립품의 탭에서 분리합니다.

6. 디스플레이 케이블을 디스플레이 조립품의 슬롯을 통해 밀어 넣습니다.

7. 중앙부 프레임을 들어 올려 섀시에서 분리합니다.

Identifier GUID-A8A4D94B-F0FC-4204-ACC4-FF0B8DF21B80
Version 2
Status Translation approved

중앙부 프레임 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소를 제거하십시오.

이 작업 정보

다음 이미지는 중앙부 프레임의 위치를 나타내며 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.
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단계

1. 중앙부 프레임의 슬롯을 섀시의 슬롯에 맞춥니다.

2. 중앙부 프레임의 슬롯을 통해 디스플레이 케이블을 밀어 넣습니다.

3. 중앙부 프레임을 디스플레이 조립품에 놓고 탭이 제자리에 고정될 때까지 아래로 누릅니다.

4. 중앙부 프레임을 섀시에 고정하는 나사 18개(M3x5)를 교체합니다.

5. 중앙부 프레임을 디스플레이 베젤에 고정하는 나사 8개(M3x3)를 교체합니다.

6. 컨버터 보드 케이블을 디스플레이 패널에 연결하고 케이블을 중앙부 프레임에 배선합니다.

7. 안테나, 카메라 및 마이크 케이블을 중앙부 프레임의 배선 가이드에 배선합니다.

다음 단계

1. 스피커를 장착합니다.
2. VESA 마운트를 장착합니다.
3. 시스템 보드를 장착합니다.
4. 방열판을 장착합니다.
5. 무선 카드를 장착합니다.
6. SSD를 장착합니다.
7. OSD 보드를 장착합니다.
8. 후면 덮개를 장착합니다.
9. 스탠드를 설치합니다.
10. 씬 클라이언트 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.
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Identifier GUID-9F3D75C2-598D-42F2-BE50-D461BA0F133C
Version 1
Status Translation approved

고무 다리
Identifier GUID-B668EBFA-F843-4279-8783-FE2BF4CBD665
Version 2
Status Translation approved

고무 다리 분리

전제조건

1. 씬 클라이언트 작업을 시작하기 전에의 절차를 따르십시오.
2. 스탠드를 분리합니다.
3. 후면 덮개를 분리합니다.
4. Vesa 마운트를 분리합니다.
5. 솔리드 상태 드라이브를 분리합니다.
6. 무선 카드를 분리합니다.
7. 방열판을 분리합니다.
8. 시스템 보드를 분리합니다.
9. 스피커를 분리합니다.
10. 중앙부 프레임을 분리합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 고무 다리의 위치를 나타내며 분리 절차를 시각적으로 보여줍니다.

단계

1. 고무 다리를 디스플레이 조립품에 고정하는 나사 2개(M3x5)를 분리합니다.

2. 디스플레이 베젤에서 고무 다리를 들어 올립니다.
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Identifier GUID-AA9ECBE1-AE7E-438A-BCE7-C13EB7018291
Version 2
Status Translation approved

고무 다리 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소를 제거하십시오.

이 작업 정보

다음 이미지는 고무 다리의 위치를 나타내며 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.

단계

1. 고무 다리의 나사 구멍을 디스플레이 베젤의 나사 구멍에 맞춥니다.

2. 고무 다리를 디스플레이 조립품에 고정하는 나사 2개(M3x5)를 끼웁니다.

다음 단계

1. 중앙 덮개를 장착합니다.
2. 스피커를 장착합니다.
3. VESA 마운트를 장착합니다.
4. 시스템 보드를 장착합니다.
5. 방열판을 장착합니다.
6. 무선 카드를 장착합니다.
7. 방열판을 장착합니다.
8. SSD를 장착합니다.
9. 후면 덮개를 장착합니다.
10. 스탠드를 설치합니다.
11. 씬 클라이언트 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.
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Identifier GUID-8E909A83-DA8D-42AA-93E1-E3E34B99F72E
Version 1
Status Translation approved

디스플레이 패널
Identifier GUID-DBBD3D2C-FC49-431C-BBA8-C6B0FE6D5967
Version 1
Status Translation approved

디스플레이 패널 분리

전제조건

1. 씬 클라이언트 작업을 시작하기 전에의 절차를 따르십시오.
2. 스탠드를 분리합니다.
3. 후면 덮개를 분리합니다.
4. VESA 마운트를 분리합니다.
5. 스피커를 분리합니다.
6. 온스크린 디스플레이 보드를 분리합니다.
7. 카메라를 분리합니다.
8. WLAN 카드를 분리합니다.
9. 메모리 모듈을 분리합니다.
10. SSD(Solid State Drive)를 분리합니다.
11. 방열판을 분리합니다.
12. 중앙부 프레임을 분리합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 디스플레이 패널의 위치를 나타내며 분리 절차를 시각적으로 보여줍니다.

단계

위의 단계를 수행하고 나면 디스플레이 패널 조립품이 남습니다.
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Identifier GUID-C1688A6F-7475-4F62-B432-67B27CE80FF6
Version 1
Status Translation approved

디스플레이 패널 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소를 제거하십시오.

이 작업 정보

다음 이미지는 디스플레이 패널의 위치를 나타내며 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.

단계

디스플레이 패널 조립품을 평평하고 깨끗한 표면에 놓습니다.

다음 단계

1. 중간 프레임을 장착합니다.
2. 카메라를 장착합니다.
3. 스피커를 장착합니다.
4. 시스템 보드를 장착합니다.
5. 방열판을 장착합니다.
6. WLAN 카드를 장착합니다.
7. 메모리 모듈을 장착합니다.
8. VESA 마운트를 장착합니다.
9. 후면 덮개를 장착합니다.
10. 스탠드를 설치합니다.
11. 씬 클라이언트 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.
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Identifier GUID-97BFBC9B-63FC-4A1F-8E1A-7F43530C3853
Version 1
Status Translation approved

시스템 설정
Identifier GUID-F26AD7F0-E7EC-46B7-8B6A-B97BC3C42EDB
Version 1
Status Translation approved

시스템 설정 개요
시스템 설정을 사용하여 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다.

• 씬 클라이언트의 하드웨어를 추가, 변경, 분리한 후 시스템 구성 정보를 변경합니다.
• 사용자 암호와 같은 사용자 선택 가능한 옵션을 설정 또는 변경하는 경우
• 현재의 메모리 용량을 읽거나 설치된 하드 드라이브 종류를 설정하는 경우

시스템 설정을 사용하기 전에 나중에 참조할 수 있도록 시스템 설정 화면 정보를 기록해 두는 것이 좋습니다.

주의: 씬 클라이언트 전문가가 아닌 경우에는 이 프로그램의 설정값을 변경하지 마십시오. 일부 설정 변경 시 씬 클라이언트가
올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

Identifier GUID-E28B0C02-4E75-42C4-82C3-4958B2FFB0E4
Version 1
Status Translation approved

씬 클라이언트 BIOS 설정 액세스
이 작업 정보

이 섹션에서는 Wyse 5470 AIO UEFI BIOS 설정에 대해 설명합니다. 씬 클라이언트를 시작하는 동안 잠시 Dell 로고가 표시됩니다.

단계

1. 시작 중 F2 키를 누릅니다. 그리고 기본 암호 Fireport를 입력합니다.
BIOS 설정 대화 상자가 표시됩니다.

2. 시스템 설정 설정을 사용하여 BIOS 설정을 변경합니다.

노트: BIOS 메뉴의 사용자에 대한 BIOS 기본값, 공장 기본값 및 사용자 지정 사용자 설정을 복원하는 옵션이 있습니다.

BIOS 기본 설정은 BIOS 파일의 일부인 값을 복원합니다. 출고 시 기본값 복원은 BIOS 설정을 클라이언트에 출고되기 전에
공장에서 구성된 값으로 복원합니다.

다음 단계

시작하는 중 부팅 메뉴에 액세스하려면 F12 키를 누릅니다. 부팅 선택 메뉴를 사용하여 다음과 같이 부팅 순서를 선택하거나 봅니다.

• UEFI에서 부팅: 하드 드라이브, 파티션 4

Identifier GUID-A209CDE9-0474-41BD-AB9D-EE1DBAF9A1D0
Version 1
Status Translation approved

탐색 키
노트: 대부분의 변경한 시스템 설정 옵션과 변경 사항은 기록되지만, 시스템을 다시 시작하기 전까지는 적용되지 않습니다.

4
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표 2. 탐색 키

키 탐색

위쪽 화살표 이전 필드로 이동합니다.

아래쪽 화살표 다음 필드로 이동합니다.

Enter 선택한 필드에서 값을 선택하거나(해당하는 경우) 필드의 링크로 이동합니다.

스페이스바 드롭다운 목록을 확장 또는 축소합니다(해당하는 경우).

탭 다음 작업 영역으로 이동합니다.

노트: 이 옵션은 표준 그래픽 브라우저에만 해당됩니다.

Esc 기본 화면이 표시될 때까지 이전 페이지로 이동합니다. 기본 화면에서 Esc 키를 누르면 저장되지 않은
변경 사항을 저장하라는 메시지가 표시되고 시스템이 다시 시작됩니다.

Identifier GUID-CDC144C1-FF3C-4C4C-AA48-816D2409296E
Version 1
Status Translation approved

부팅 순서
부팅 순서를 사용하면 시스템 설정에서 정의한 부팅 장치 순서를 무시하고 특정 장치로 직접 부팅할 수 있습니다. POST(Power-On
Self Test) 중에 Dell 로고가 표시되면 다음을 수행할 수 있습니다.

• F2 키를 눌러 시스템 설정에 액세스
• F12 키를 눌러 1회 부팅 메뉴 실행

부팅할 수 있는 장치가 진단 옵션과 함께 1회 부팅 메뉴에 장치가 표시됩니다. 부팅 메뉴 옵션은 다음과 같습니다.

• UEFI 부팅

• UEFI: Windows Boot Manager
• UEFI: 하드 드라이브, 파티션 4

• 기타 옵션

• BIOS 설정
• BIOS 플래시 업데이트
• 진단
• 부팅 메뉴 종료 및 계속

노트: 진단 옵션을 선택하는 경우 ePSA 진단 화면이 표시됩니다. 시스템 설정 메뉴에 액세스하려면 BIOS 설정을 클릭합니
다.

Identifier GUID-2D4C363A-CA31-48CE-9068-C09E32C4D7AD
Version 1
Status Translation approved

일반 화면 옵션
이 섹션에는 씬 클라이언트의 기본 하드웨어 기능이 나열됩니다.

표 3. 일반 화면 옵션

옵션 설명

시스템 정보 이 섹션에는 씬 클라이언트의 기본 하드웨어 기능이 나열됩니다.

• 시스템 정보: BIOS 버전, 서비스 태그, 자산 태그, 소유 태그,
소유 날짜, 제조 날짜, 특급 서비스 코드. 서명된 펌웨어 업데
이트 표시 - 기본적으로 활성화됨

• 메모리 정보 - 설치된 메모리, 사용 가능한 메모리, 메모리 속
도, 메모리 채널 모드, 메모리 기술, DIMM A 크기 및 DIMM B
크기를 표시합니다.
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노트: 사용 가능한 메모리가 설치된 메모리보다 적기 때
문에 특정 운영 체제는 사용 가능한 일부 메모리를 사용
하지 못할 수 있습니다.

• PCI 정보: 슬롯 세부 정보를 표시합니다. 기본적으로 슬롯1이
비어 있습니다.

• 프로세서 정보: 프로세서 유형, 코어 수, 프로세서 ID, 현재 클
럭 속도, 최소 클럭 속도, 최대 클럭 속도, 프로세서 L2 캐시,
프로세서 L3 캐시, HT 가능, 64비트 기술 표시

• 장치 정보: 기본 하드 드라이브, 비디오 컨트롤러, 오디오 컨
트롤러, Wi-Fi 장치, Bluetooth 장치

부팅 순서 이 옵션을 사용하면 시스템이 운영 체제를 부팅하는 순서를 변경
할 수 있습니다.

• 기본 부팅 순서

• Windows Boot Manager
• UEFI: 하드 드라이브, 파티션 4

• 부팅 목록 옵션: 부팅 옵션 추가, 기존 부팅 옵션 삭제, 부팅 옵
션 확인이 가능합니다.

UEFI 부팅 경로 보안 이 옵션을 사용하면 F12 부팅 메뉴에서 UEFI 부팅 경로를 부팅할
때 관리자 암호 입력 방법에 대한 시스템 프롬프트를 제어할 수
있습니다.

다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

• 내부 하드 드라이브를 제외하고 항상(기본값)
• 항상
• 절대 안 됨

날짜/시간 이 옵션을 사용하여 시스템 날짜 및 시간을 변경할 수 있습니다.

Identifier GUID-4E7A365E-1E54-4337-91BF-BF1C8C68AD5D
Version 1
Status Translation approved

시스템 구성 화면 옵션
표 4. 시스템 구성 옵션

옵션 설명

UEFI 네트워크 스택 UEFI 네트워크 스택 옵션이 활성화된 경우 UEFI 네트워크 프로
토콜이 설치되어 사전 운영 체제 및 초기 운영 체제 네트워크 기
능을 통해 활성화된 NIC 또는 SFP를 사용할 수 있습니다.

UEFI 네트워크 스택 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

Integrated NIC Integrated NIC 옵션은 온보드 LAN 컨트롤러를 제어합니다. 다음
과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

• 비활성화 - 내장 LAN이 꺼져 있으며 운영 체제에서 보이지 않
습니다.

• 활성화 - 내장 LAN을 활성화합니다.
• PXE를 통한 활성화 - 내장 LAN을 PXE 부팅으로 활성화합니

다. 이 옵션은 기본적으로 사용됩니다.

SATA 작동 이 옵션은 내장형 SATA 하드 드라이브 컨트롤러의 작동 모드를
구성합니다. 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

• 비활성화
• AHCI - 기본적으로 활성화됨

드라이브 보드 및 M.2 PCIe SSD의 SATA 드라이브를 구성할 수 있습니다.
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• SATA-0 - 기본적으로 활성화됨
• M.2 PCIe SSD-0

SMART 보고 이 필드는 시스템 시작 도중 내장형 드라이브의 하드 드라이브
오류가 보고되는지 여부를 제어합니다.

USB 구성 이는 선택 사항 기능입니다.

이 필드는 내장형 USB 컨트롤러를 구성합니다. 부팅 지원이 활성
화되어 있는 경우, 시스템은 하드 드라이브 및 USB 키와 같은 모
든 유형의 USB 대용량 저장 장치를 부팅할 수 있습니다.

USB 포트가 활성화되어 있는 경우 이 포트에 연결된 장치가 활성
화되며 운영 체제에 사용할 수 있습니다.

USB 포트가 비활성화되어 있으면 운영 체제가 이 포트에 연결된
장치를 인식할 수 없습니다.

다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

• USB 부팅 지원 활성화 - 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있
습니다.

• 측면 USB 포트 활성화 - 기본적으로 활성화됨
• 후면 USB 포트 활성화 - 기본적으로 활성화됨

노트: USB 키보드와 마우스는 이러한 설정에 관계없이 항상
BIOS 설정에서 작동합니다.

측면 USB 구성 이 옵션은 측면 USB 포트를 활성화하거나 비활성화합니다. 다음
과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

• 측면 포트 상단 - 기본적으로 활성화됨
• 측면 포트 하단 - 기본적으로 활성화됨

후면 USB 구성 이 옵션은 후면 USB 포트를 활성화하거나 비활성화합니다. 옵션
은 다음과 같습니다.

• 후면 포트 상단 왼쪽 - 기본적으로 활성화됨
• 후면 포트 하단 왼쪽 - 기본적으로 활성화됨
• 후면 포트 상단 오른쪽 - 기본적으로 활성화됨
• 후면 포트 하단 오른쪽 - 기본적으로 활성화됨

USB Powershare 이 옵션은 USB PowerShare 기능을 구성하고 시스템이 꺼져 있을
때 USB PowerShare 포트를 통해 외부 장치를 충전할 수 있도록
합니다. 이 옵션은 기본적으로 사용됩니다.

오디오 이 옵션은 내장형 오디오 컨트롤러를 활성화 또는 비활성화합니
다. 기본적으로 오디오 활성화 옵션이 선택되어 있습니다. 다음과
같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

• 마이크 활성화 - 기본적으로 활성화됨
• 내부 스피커 활성화 - 기본적으로 활성화됨

OSD 버튼 관리 이 옵션을 사용하면 시스템에서 OSD(On-Screen Display) 버튼을
비활성화할 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있
습니다.

기타 장치 이 옵션은 씬 클라이언트의 카메라를 활성화 또는 비활성화합니
다. 기본적으로 카메라 활성화 옵션이 선택되어 있습니다.
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Identifier GUID-5743B907-258C-4403-B933-331DF21159AC
Version 1
Status Translation approved

비디오 화면 옵션
표 5. 비디오 화면 옵션

옵션 설명

주 디스플레이 이 옵션은 여러 개의 컨트롤러를 시스템에서 사용할 수 있을 때
어떤 비디오 컨트롤러가 기본 디스플레이인지 결정합니다. 다음
과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

• 자동 - 기본적으로 활성화됨
• 인텔 HD 그래픽

Identifier GUID-D1B109AF-AC91-4D1E-901F-3B10BA899D5D
Version 1
Status Translation approved

보안 화면 옵션
표 6. 보안 화면 옵션

옵션 설명

관리자 암호 이 옵션은 관리자 암호를 설정, 변경 또는 삭제할 수 있습니다.
노트:

• 시스템 암호 또는 하드 드라이브 암호를 설정하기 전에
관리자 암호를 설정해야 합니다. 또한 관리자 암호를 삭
제하면 시스템 암호와 하드 드라이브 암호도 자동으로 삭
제됩니다.

• 암호를 성공적으로 변경하면 즉시 적용됩니다.

기본적으로 관리자 암호는 설정되어 있지 않습니다.

시스템 암호 이 옵션은 시스템 암호를 설정, 변경 또는 삭제할 수 있습니다.

노트: 암호를 성공적으로 변경하면 즉시 적용됩니다.

기본적으로 관리자 암호는 설정되어 있지 않습니다.

내장 HDD-0 암호 이 옵션은 내장 하드 드라이브(HDD-0) 암호를 설정, 변경 또는 삭
제할 수 있습니다.

• 하드 드라이브 암호를 설정하면 하드 드라이브와 함께 암호
가 이동하므로, 다른 시스템에 설치하더라도 하드 드라이브
가 계속 보호됩니다.

• 사용자가 하드 드라이브에 액세스하려고 할 때마다 암호를
입력하라는 메시지가 표시됩니다. 올바른 암호를 입력하지
않으면 하드 드라이브가 작동하지 않습니다.

• 기본적으로 하드 드라이브는 암호가 설정되지 않습니다

강력한 암호 이 옵션으로 항상 강력한 암호를 설정하도록 옵션을 강제 설정할
수 있습니다.

기본적으로 강력한 암호 활성화 옵션은 선택되어 있지 않습니다.

노트: 강력한 암호가 활성화되어 있는 경우, 관리자 및 시스
템 암호에 최소 1개 이상의 대문자 및 소문자가 포함되어 있
어야 합니다. 암호는 8자 이상이어야 합니다.

암호 구성 이 옵션은 관리자 및 시스템 암호의 최소 및 최대 암호 길이를 지
정할 수 있습니다.
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• 최소-4 - 기본적으로 최소값은 4로 설정되어 있습니다. 값을
증가시킬 수 있습니다.

• 최대-32 - 기본적으로 최대값은 32로 설정됩니다. 값을 줄일
수 있습니다.

암호 우회 이 옵션을 사용하여 시스템 암호 및 내장 하드 드라이브 암호를
무시할 수 있는 권한을 사용 또는 사용하지 않도록 설정할 수 있
습니다. 옵션은 다음과 같습니다.

• 비활성화 - 기본적으로 활성화됨
• 재부팅 무시

암호 변경 이 옵션을 사용하면 관리자 암호를 설정할 때 시스템 암호 및 하
드 드라이브 암호를 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.

기본적으로 비관리 암호 변경 허용 옵션이 선택되어 있습니다.

UEFI 캡슐 펌웨어 업데이트 이 옵션은 UEFI 캡슐 펌웨어를 활성화 또는 비활성화할 수 있습
니다. 이 옵션은 UEFI 캡슐 업데이트 패키지를 통해 BIOS 업데이
트를 할 수 있는지 여부를 제어합니다. 이 옵션은 기본적으로 사
용됩니다.

TPM 2.0 보안 이 옵션을 사용하면 신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈 기술 기능을 사
용할 수 있습니다. 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

• TPM On - 기본적으로 활성화됨
• 지우기
• 활성화된 명령의 PPI 무시
• 증명 활성화 - 기본적으로 활성화되어 있습니다.
• 비활성화된 명령의 PPI 무시
• 키 저장 활성화 - 기본적으로 활성화되어 있습니다.
• 지우기 명령의 PPI 무시
• SHA-256 - 기본적으로 활성화됨
• 비활성화
• 활성화- 기본적으로 활성화되어 있습니다.

관리자 설정 잠금 이 옵션은 관리자 암호가 설정되어 있을 때 사용자가 설정에 들
어가지 못하도록 차단할 수 있습니다.

마스터 암호 잠금 시스템이 운영 체제로 부팅하기 전에 씬 클라이언트의 BIOS(기
본 입출력 시스템)에 로그인하는 데 필요한 경우가 있는 자격 증
명입니다. 마스터 암호 잠금을 활성화하기 전에 하드 디스크 암
호를 삭제해야 합니다. 이 옵션은 기본적으로 비활성화됩니다.

SMM 보안 마이그레이션 이 옵션을 사용하면 추가 UEFI SMM 보안 완화 보호를 활성화 및
비활성화할 수 있습니다.

Identifier GUID-B50DD4F1-79DF-4569-BC6A-0B25AA9816C7
Version 1
Status Translation approved

보안 부팅 화면 옵션
표 7. 보안 부팅 화면 옵션

옵션 설명

보안 부팅 활성화 이 옵션은 보안 부팅 기능을 활성화 또는 비활성화합니다. 기본
적으로 보안 부팅 사용 옵션은 설정되어 있지 않습니다.

보안 부팅 모드 이 옵션을 사용하면 보안 부팅 작업을 변경하고 보안 부팅 동작
을 수정하여 UEFI 드라이버 시그니처를 평가하거나 시행할 수 있
습니다. 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

• 배포된 모드
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• 감사 모드

Expert 키 관리 이 옵션을 사용하면 시스템이 사용자 지정 모드인 경우에만 보안
키 데이터베이스를 조작할 수 있습니다. 사용자 지정 모드 사용
옵션은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 다음과 같은 옵션을
사용할 수 있습니다.

• PK
• KEK
• db
• dbx

사용자 지정 모드를 활성화하면 PK, KEK, db 및 dbx 관련 옵션이
나타납니다. 옵션은 다음과 같습니다.

• 파일에 저장 - 키를 사용자가 선택한 파일에 저장합니다.
• 파일의 키로 대체 - 현재 키를 사용자가 선택한 파일의 키로

대체합니다.
• 파일의 키 추가 - 사용자가 선택한 파일의 키를 현재 데이터베

이스에 추가합니다.
• 삭제 - 선택한 키를 삭제합니다.
• 모든 키 재설정 - 기본 설정으로 되돌립니다.
• 모든 키 삭제 - 모든 키를 삭제합니다.

노트: 사용자 지정 모드를 비활성화하면 모든 변경 사항이 지
워지고 키가 기본 설정으로 복원됩니다.

Identifier GUID-7AC65F31-5B36-4B48-ADA1-C7303449B12A
Version 1
Status Translation approved

인텔 소프트웨어 가드 확장 화면 옵션
표 8. 인텔 소프트웨어 가드 확장 옵션

옵션 설명

인텔 SGX 활성화 인텔 소프트웨어 가드 확장 옵션을 사용하면 운영 체제와 관련하
여 코드를 실행하거나 중요한 정보를 저장하기 위한 보안 환경을
제공할 수 있습니다. 옵션은 다음과 같습니다.

• 비활성화
• 활성화
• 소프트웨어 제어 - 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니

다.

인클레이브 메모리 크기 이 옵션을 사용하면 인텔 소프트웨어 가드 확장(SGX) 인클레이
브 전용 메모리 크기를 설정합니다. SGX가 소프트웨어 제어로 설
정되면 이 설정을 사용할 수 없으며 영향을 미치지 않습니다. 다
음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

• 32MB
• 64MB
• 128MB - 기본값
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성능 화면 옵션
표 9. 성능 옵션

옵션 설명

멀티 코어 지원 이 옵션은 프로세서에서 한 개 이상의 코어를 활성화할지 여부를
지정합니다. 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

• 모두 - 기본적으로 활성화됨
• 1
• 2
• 3

인텔 SpeedStep 이 옵션을 사용하면 인텔 SpeedStep 기능을 활성화 또는 비활성
화할 수 있습니다. 옵션은 다음과 같습니다.

인텔 SpeedStep을 활성화합니다.

이 옵션은 기본적으로 사용됩니다.

C-States Control 이 옵션을 사용하면 추가 프로세서 절전 상태를 활성화하거나 비
활성화하도록 설정할 수 있습니다.

이 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

인텔 TurboBoost 이 옵션은 프로세서의 인텔 TurboBoost 모드를 활성화하거나 비
활성화하도록 설정합니다. 옵션은 다음과 같습니다.

인텔 TurboBoost 활성화 - 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있
습니다.

Identifier GUID-8C5A9FA2-93C5-4072-9120-8F55149B62E6
Version 1
Status Translation approved

전원 관리 화면 옵션
표 10. 전원 관리 옵션

옵션 설명

AC 복구 이 옵션을 사용하면 AC 전원 손실 후 AC 전원이 복원될 때 시스
템 동작을 제어할 수 있습니다.

• 전원 꺼짐 - 기본적으로 활성화됨
• 전원 켜기
• 마지막 전원 상태

자동 켜짐 시간 이 옵션을 사용하면 컴퓨터가 자동으로 켜지는 시간을 설정할 수
있습니다. 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

• 비활성화 - 기본적으로 활성화됨
• 매일
• 평일
• 특정 날짜

최대 절전 제어 이 옵션을 사용하면 종료 - S5 또는 최대 절전 모드(S4)에서 시스
템이 얼마나 적극적으로 전원을 절약할지를 결정할 수 있습니다.
다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

• 비활성화 - 이 옵션은 기본적으로 활성화됩니다.
• S5에서만 활성화
• S4와 S5에서 활성화
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USB 웨이크업 지원 이 옵션을 사용하면 USB 장치가 시스템을 대기 모드로부터 재개
하도록 설정할 수 있습니다.

노트: 이 기능은 AC 전원 어댑터가 연결되어 있을 때만 작동
합니다. 대기 모드에 있는 동안 AC 전원 어댑터를 제거하면
시스템 설정에서 배터리 전원을 절약하기 위해 모든 USB 포
트의 전원을 차단합니다.

USB 웨이크업 지원 활성화 옵션이 기본적으로 활성화되어 있습
니다.

Wake on LAN 이 옵션은 LAN 신호가 감지되면 꺼짐 상태인 컴퓨터의 전원을 켜
는 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 다음과 같은 옵
션을 사용할 수 있습니다.

• 비활성화
• LAN 전용 - 이 옵션은 기본적으로 활성화됩니다.
• LAN(PXE 부팅)

절전 모드 차단 절전 모드 차단 옵션은 운영 체제 환경에서 절전 모드로 들어가
는 것을 차단합니다.

절전 모드 차단 - 이 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

Identifier GUID-F3E586D1-6A3A-4EBA-BB6E-6F52139F1D77
Version 1
Status Translation approved

POST 동작 화면 옵션
표 11. POST 동작 옵션

옵션 설명

어댑터 경고 이 옵션은 특정 전원 어댑터 사용 시 시스템 설정(BIOS) 경고 메
시지를 활성화 또는 비활성화합니다.

기본적으로 어댑터 경고 사용 옵션이 활성화되어 있습니다.

Numlock LED 이 옵션을 사용하면 시스템을 부팅할 때 Numlock LED를 활성화
및 비활성화할 수 있습니다.

기본적으로 이 옵션은 활성화되어 있습니다.

키보드 오류 이 옵션을 사용하면 시스템 부팅시 키보드 관련 오류를 보고할지
여부를 지정할 수 있습니다. 기본적으로 키보드 오류 감지 사용
옵션이 활성화되어 있습니다.

Fastboot 이 옵션을 사용하면 일부 호환성 단계를 건너뛰어 부팅 속도를
높일 수 있습니다. 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

• 최소
• 모두 진행 - 이 옵션은 기본적으로 활성화됩니다.
• 자동

확장된 BIOS POST 시간 이 옵션을 사용하면 재부팅 지연을 추가적으로 생성할 수 있습니
다. 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

• 0초 - 기본적으로 이 옵션이 활성화되어 있습니다.
• 5초
• 10초

전체 화면 로고 이 옵션은 전체 화면 로고를 활성화 또는 비활성화합니다. 기본
적으로 전체 화면 로고 활성화 옵션은 활성화되어 있지 않습니
다.

54 시스템 설정



Identifier GUID-EEA3F624-19A4-42F8-A58B-CDB25E5C76A0
Version 1
Status Translation approved

무선 화면 옵션
표 12. 무선 옵션

옵션 설명

무선 장치 활성화 이 옵션은 내부 무선 장치를 활성화하거나 비활성화하도록 설정
합니다. 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

• WLAN/BT - 기본적으로 활성화됨

Identifier GUID-4101D7FE-5126-4012-9B8B-A7E6D49C0DE0
Version 1
Status Translation approved

가상화 지원 화면 옵션
표 13. 가상화 옵션

옵션 설명

가상화 이 옵션은 인텔 가상화 기술을 활성화 또는 비활성화합니다.

인텔 가상화 기술 사용(기본값)

직접 I/O용 VT 이 옵션은 VMM(Virtual Machine Monitor)이 Direct I/O용 VT 인텔
가상화 기술이 제공하는 추가 하드웨어 기능을 활용할지 여부를
지정합니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되지 않습니다.

Identifier GUID-D4733A70-3F84-4CEE-9602-460C2BDA60C9
Version 1
Status Translation approved

유지 관리 화면 옵션
표 14. 유지 보수 옵션

옵션 설명

서비스 태그 컴퓨터의 서비스 태그를 표시합니다.

자산 태그 이 옵션을 사용하면 자산 태그가 아직 설정되지 않은 경우 시스
템 자산 태그를 만들 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 설정되
지 않습니다.

SERR 메시지 이 옵션을 사용하면 SERR 메시지 메커니즘을 제어할 수 있습니
다. SERR 메시지 활성화 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니
다.

BIOS 다운그레이드 시스템 펌웨어의 이전 버전으로의 플래시를 제어합니다. BIOS
다운그레이드 허용 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.

데이터 지우기 이 필드를 사용하면 모든 내부 스토리지 장치에서 데이터를 안전
하게 지울 수 있습니다. 다음 부팅시 지우기 옵션은 기본적으로
활성화되어 있지 않습니다. 다음은 영향을 받는 장치 목록입니다.

• 내장형 SATA HDD/SSD
• 내장형 M.2 SATA SDD
• 내장형 M.2 PCIe SSD
• 내장 eMMC

주의: 이 옵션을 활성화하면 모든 정보가 손실됩니다.
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옵션 설명

BIOS 복구 이 옵션을 사용하면 사용자의 기본 하드 드라이브 또는 외부 USB
키의 복구 파일을 통해 손상된 BIOS 조건을 복구할 수 있습니다.

• 하드 드라이브에서 BIOS 복구 - 기본적으로 활성화됨
• BIOS 자동 복구 - 기본적으로 비활성화됨

Identifier GUID-F013BA1D-D4C7-46CD-8F32-BFF207C9A757
Version 1
Status Translation approved

시스템 로그 화면 옵션
표 15. 시스템 로그 화면 옵션

옵션 설명

BIOS 이벤트 이 옵션을 사용하면 모든 로그를 삭제할 수 있습니다.

Identifier GUID-6F2EF458-28B4-4522-92B8-9DE4FAF87B31
Version 1
Status Translation approved

고급 구성
표 16. 고급 구성

옵션 설명

활성 상태 전원 관리(ASPM) ASPM은 PCI Express 장치가 완전히 활성화된 상태에서 절전 효
과를 거둘 수 있도록 하는 전원 관리 메커니즘입니다. 다음과 같
은 옵션을 사용할 수 있습니다.

• 자동 - 장치와 PCI Express 허브 간의 통신입니다.
• 비활성화됨 - ASPM이 항상 꺼져 있습니다.
• L1만 해당 - ASPM이 L1을 사용하도록 설정됩니다.
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Identifier GUID-AF572A74-21A3-4D3F-B7A6-3D92BF2924B5
Version 1
Status Translation approved

시스템 문제 해결
장치가 작동되는 동안 진단 표시등 및 오류 메시지와 같은 지표를 활용하여 씬 클라이언트의 문제를 해결할 수 있습니다. 또한, 강화
된 사전 부팅 시스템 평가(ePSA) 진단을 사용하여 씬 클라이언트의 완벽한 진단 및 문제 해결을 수행할 수 있습니다.

주제:

• 강화된 사전 부팅 시스템 평가 진단
• 전원 동작
• 전원 상태 및 LED 상태

Identifier GUID-A59CC575-B33D-4E59-B98D-7949379B8887
Version 1
Status Translation approved

강화된 사전 부팅 시스템 평가 진단
이 작업 정보

강화된 사전 부팅 시스템 평가(ePSA) 진단(시스템 진단 프로그램)이 하드웨어를 완벽하게 검사합니다. ePSA에는 BIOS가 내장되어
있어 BIOS에 의해 내부적으로 실행됩니다. 내장형 시스템 진단 프로그램은 특정 장치 또는 장치 그룹에 대해 일련의 옵션을 제공하여
사용자가 다음을 수행할 수 있게 합니다.

• 자동으로 테스트 또는 상호 작용 모드를 실행합니다.
• 테스트를 반복합니다.
• 테스트 결과를 표시 또는 저장합니다.
• 오류가 발생한 장치에 대한 추가 정보를 제공하기 위해 추가 테스트 옵션으로 세부 검사를 실행합니다.
• 테스트가 성공적으로 완료되었음을 알리는 상태 메시지를 봅니다.
• 테스트 중 발생하는 문제를 알리는 오류 메시지를 봅니다.

주의: 소프트웨어와 함께 제공되는 시스템 진단 프로그램을 사용하여 사용자의 씬 클라이언트만 테스트합니다. 이 프로그램을
다른 씬 클라이언트에 사용하면 유효하지 않은 결과 또는 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.

노트: 특정 장치를 위한 일부 테스트에는 사용자 상호 작용이 필요합니다. 진단 테스트를 수행할 때 씬 클라이언트 터미널에 사
용자가 있는지 항상 확인합니다.

Identifier GUID-2BEB76C5-ADDF-4BC7-A54B-33FB857A216E
Version 1
Status Translation approved

ePSA 진단 실행

단계

1. 씬 클라이언트를 시작합니다.

2. 씬 클라이언트 부팅 시, F12 키를 누릅니다.
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부팅 메뉴 화면이 표시됩니다.

3. 부팅 메뉴 화면에서 진단 옵션을 선택합니다.
사전 부팅 시스템 평가(ePSA) 창이 표시됩니다.

4. 왼쪽 아래 모서리에 있는 화살표 키를 클릭합니다.
진단 첫 페이지가 표시됩니다.

5. 오른쪽 아래 모서리에 있는 화살표를 눌러 페이지 목록으로 이동합니다.
감지된 항목이 나열됩니다.

6. 특정 장치에서 진단 테스트를 실행하려면 Esc를 누른 다음 예를 눌러 진단 테스트를 중지합니다.

7. 왼쪽 창에서 장치를 선택하고 테스트 실행을 클릭합니다.
문제가 발생하면 오류 코드가 표시됩니다. 오류 코드 및 검증 번호를 기록하고 Dell에 문의하십시오.

Identifier GUID-85237E79-9015-4336-A4D8-57999A73A645
Version 1
Status Translation approved

전원 동작
표 17. 전원 동작

AC 어댑터 시스템 상태 POST 오류 메시지

AC 어댑터 전원이 전체 CPU 속도에서 시
스템 전원 요구 사항보다 크거나 같습니다.

시스템이 정상적으로 부팅되고 CPU가 최
고 속도로 작동할 수 있습니다.

None

AC 어댑터 전원이 전체 CPU 속도에서 시
스템 전원 요구 사항보다 적습니다.

최대 CPU 속도를 AC 어댑터가 사용할 수
있는 전원을 초과하지 않는 값으로 낮추십
시오.

경고 - 원래 운송되었던 권장 xxxxxxW AC
어댑터보다 적은 xxxxxxW AC 전원 어댑터
가 감지되었습니다. 시스템은 사용 가능한
전원과 일치하도록 성능을 조정합니다. 최
상의 시스템 성능을 위해 Dell xxxxxxW AC
어댑터 이상을 연결하십시오.

AC 어댑터가 Dell 정품이 아닙니다. CPU 속도를 가능한 최저값으로 제한하십
시오.

경고 - 원래 운송되었던 권장 xxxxxxW AC
어댑터보다 적은 xxxxxxW AC 전원 어댑터
가 감지되었습니다. 시스템은 사용 가능한
전원과 일치하도록 성능을 조정합니다. 최
상의 시스템 성능을 위해 Dell xxxxxxW AC
어댑터 이상을 연결하십시오.
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AC 어댑터 시스템 상태 POST 오류 메시지

AC 어댑터 전원이 CPU의 전원 상태보다
적습니다.

부팅 또는 오류 메시지가 나타나지 않지만
시스템이 종료됩니다.

시스템을 부팅할 수 있는 경우:

경고 - 원래 운송되었던 권장 xxxxxxW AC
어댑터보다 적은 xxxxxxW AC 전원 어댑터
가 감지되었습니다. 시스템을 부팅할 수 없
습니다. 최상의 시스템 성능을 위해 Dell
xxxxxxW AC 어댑터 이상을 연결하십시오.
종료하려면 아무 키나 누르십시오.

Identifier GUID-49845D68-AFCE-4736-845C-9E173671B2A3
Version 1
Status Translation approved

전원 상태 및 LED 상태
표 18. 전원 상태 및 LED 동작

표시등 증상 설명

전원 LED

흰색
씬 클라이언트가 작동 중 - S0 상태에 있습
니다.

흰색으로 깜박임
씬 클라이언트가 절전 - S3 상태에 있습니
다.

Off 씬 클라이언트가에 꺼짐 상태에 있습니다.

주황색 씬 클라이언트 부팅이 진행 중입니다.

호박색으로 깜박임 전원 공급 장치 불량.

노트: All-in-One 씬 클라이언트를 강제로 종료하려면 전원 버튼을 4초 이상 누릅니다.
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Identifier GUID-BE16C181-0959-44C3-B434-E44A0A602A4C
Version 13
Status Translation Validated

도움말 보기
주제:

• Dell에 문의하기

Identifier GUID-7A3627F9-0363-4515-A1D4-1B7878F4B8C4
Version 13
Status Translation Validated

Dell에 문의하기
전제조건

노트: 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우 구매 송장, 포장 명세서, 청구서 또는 Dell 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 확인할 수
있습니다.

이 작업 정보

Dell은 다양한 온라인 및 전화 기반 지원과 서비스 옵션을 제공합니다. 제공 여부는 국가/지역 및 제품에 따라 다르며 일부 서비스는
소재 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 대해 Dell에 문의하려면

단계

1. Dell.com/support로 이동합니다.

2. 지원 카테고리를 선택합니다.

3. 페이지 맨 아래에 있는 국가/지역 선택 드롭다운 메뉴에서 국가 또는 지역을 확인합니다.

4. 필요에 따라 해당 서비스 또는 지원 링크를 선택합니다.

6

60 도움말 보기


	Wyse 5470 All-in-One 씬 클라이언트 서비스 설명서 
	씬 클라이언트 작업
	안전 지침
	씬 클라이언트 작업을 시작하기 전에
	안전 지침
	정전기 방전 - ESD 보호
	ESD 현장 서비스 키트
	민감한 구성 요소 운반
	씬 클라이언트 작업을 마친 후에

	씬 클라이언트의 주요 구성 요소
	구성요소 분리 및 설치
	권장 도구
	나사 목록
	스탠드
	이젤 스탠드 분리
	이젤 스탠드 설치

	후면 덮개
	후면 덮개 제거
	후면 덮개 설치

	VESA 장착 브래킷
	VESA 장착 브래킷 분리
	VESA 장착 브래킷 설치

	온스크린 디스플레이 보드
	OSD 보드 분리
	OSD 보드 설치

	솔리드 상태 드라이브
	솔리드 상태 드라이브 분리
	SSD 장착

	메모리 모듈
	메모리 모듈 분리
	메모리 모듈 설치

	무선 카드
	무선 카드 분리
	무선 카드 설치

	방열판
	방열판 분리
	방열판 설치

	코인 셀 배터리
	코인 셀 전지 분리
	코인 셀 배터리 설치

	카메라
	카메라 분리
	카메라 설치

	시스템 보드
	시스템 보드 제거
	시스템 보드 설치

	스피커
	스피커 분리
	스피커 설치

	중앙부 프레임
	중앙부 프레임 분리
	중앙부 프레임 설치

	고무 다리
	고무 다리 분리
	고무 다리 설치

	디스플레이 패널
	디스플레이 패널 분리
	디스플레이 패널 설치


	시스템 설정
	시스템 설정 개요
	씬 클라이언트 BIOS 설정 액세스
	탐색 키
	부팅 순서
	일반 화면 옵션
	시스템 구성 화면 옵션
	비디오 화면 옵션
	보안 화면 옵션
	보안 부팅 화면 옵션
	인텔 소프트웨어 가드 확장 화면 옵션
	성능 화면 옵션
	전원 관리 화면 옵션
	POST 동작 화면 옵션
	무선 화면 옵션
	가상화 지원 화면 옵션
	유지 관리 화면 옵션
	시스템 로그 화면 옵션
	고급 구성

	시스템 문제 해결
	강화된 사전 부팅 시스템 평가 진단
	ePSA 진단 실행

	전원 동작
	전원 상태 및 LED 상태

	도움말 보기
	Dell에 문의하기


